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MEMORIA DESCRIPCTIVA

de una Patente de Invencidn a nombre de:
DEUTSCHE TAFELGLAS AKTIENGESELLSCHAFT DE
TAG, de nacionalidad alemane, domicilie-
en FURTH IN BAYERN, Mirnberg Strasse, 21
(Alemania); por: VPROCEDIMIENTO PARA TA

FABRICACION DE PLACAS COMPUESTAS",

=2Qxx0x20x30s0vx0x+0x% .

El invento se refiere a un procedimiento para la fabrice-
cidn de placas compuestas, las cuales se componen de un reticulo h'g
placas que recubren su parte superior y/o inferior, Ias placas cu=-
bridoras deben ser equi, por lo menos, de una resina fundible en ce-
liente.

Lag placas compuestas de la clase desciita son ya conoci-
das. En ellas, el retfculo estd concebido en la forma mds diversa,
en donde la forma de ejecucidn preferida es unw estructura alveolar.
Los alveolos del reticulo pueden estar shi formados por tiras de
pléstico en forma ondulade, por ejemplo, por resina fundible refor-

zads con fibra de vidrio. Estas tiras, que conforme a su disposicidn
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en la placa compuesta, constituyen un elemento distanciador‘de

las dos placas cubridoras, tienen diversamente una doble forma
ondulade, por lo que a lo largo de un tramo de onda de gran longl-
tud de d&sta quedan formadas unas ondas extendidas perpendicular-
mente & aquel, con pequefia longitud dq onda y aumplitud.

Esta clage de placas compuestas. se utilizan, por ejem—
plo, en la industria de la construecion, no sélo como elementos de
construccidn portantes, sino como revestimientos de pared no por-
tantes, como pretiles o cosa parecida. Las placas compucstas se
confeccionan con frecuencia en una forma gue tenga un aspecto €8~
tético, por ejemplo, por coloracidn del pldstico. EL reticulo de
una placa compuesita puede estar ahi diversamente coloreado en las
respectivas zonas. Tembién puede veriar la intensidad de la colora-
eidn.

Ademds de los efectos de luz, la eleccidn del color lle~
va consigo consecuencias de aspecto termotécnico, puesto que ia
abgoreidn de calor de las placas compuestag es dependiente de su
color. Asi, merced a una acertads seleccidén del color se puede ab-
sorber une gran parte de los rayos solares incidentes. mientras que
la radimeidn solar sifusa puede pasar, relativemente sin ninglin im-
pedimento, a travéds de la placa compuesta. Con esto se tienen sin-
gulares ventajas cuando las placas compuestas se emplean como pla-~
cas de claraboyas horizontales o inclinadas, por ejemplo en tejados,
gobre todo en naves de fébricas, en las gue haste ahora no se ha
resuelto satisfactoriemente todavia el probleme de la radiacion
solar por claraboyas c¢oclocadas horizontalmente. Esto revela que so-
bre todo el empleo de un material transparente, o bien translici-

do, para los elementos de la placa compuesta es de uwna importancia
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‘las juntas entre el reticulo y la placa cubridora se inyectd con

particular.

En cuanto a su aplicacidn, las conocidas ejecuciones de
placas compueétas de pliéstico presentan une capacidad de curga o
resitencia mecénice demasiado pequefia. Se ha comprobado que esto
puede atribuirse & una unidn deficiente del reticulo con las pla-
cas cubridoras. Esto es v8lido principalmente para placas compuese-
tas, en las que el reticulo y/¢ las placas cubridoras son de resi-
na de poliester, eventualmente con refuerzo de fibra de vidrio, En
este caso interviene la circunstancia de gque los poliesteres se pe~
gan relativamente mal, como un hecho especialmente desfavorable,

Tempoco se consiguid ninguna unidn satisfactoria entre el
reticulo y las placas cubridoras empleando como aglﬁtinante una re-
gine en estado todavia no polimerizado o condensado, en donde la
polimerizacidén o condensacidn se llevd a cabo en forma de por si,
conoclida aplicando uns presidn y calor después de juntar el ret{culo
¥y las placas cubridoras. .

Aisladamente se pudo proceder de maners, que el aglutinan-
te fuese aplicado sobre la placa cubridora prefabricada y compri-
miendo acto seguido el reticulo por encima. Segin otro método de +tra-
bajo, el reticulo fué colocado sobre le placa cubridora limpia, es

decir, no provista de aglutinante, y & continuacidn en la zona de

toberas un aglutinente, conastituido por ejemplo a base de resina
sintética.

Pregeindisndo del hecho de que, como ya ge dijo, las pla-
cas compuestas obtenidas segﬁn el procedimiento conocidos, con reti-
culo y placas cubridoras tienen una resistencia insuficiente, estos
procedimiento son también bastante complicados y, por 1o mismo,

también costosos.
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Aqui es donde intervienen shora el invento, el cual pre-
tende elimihar estos defectos.

Se parte de una placa compusste de pldstico, constituida
a base de un retf{culo y de placas que reoubren su parte superior
y/o inferior, de los que por lo menos diches placas cubridoras son
de resina fundible en caliente. Para garantizar una union resisten-
te entre el reticulo y las placas cubridoras, el invento prevé ahora
que los cantos del retfculo penetren en el materiel de las placas
cubridoras y que queden retenidos en éstas por polimerizacidn o con
densacién de la resina fundible de las placas por los cantos del '
ret{culo. La confeccion de una placa compuesta de esta clase puede
hacerse incrustando un veticulo prefébricado en el material todavia
blendo o semifluido de las placas cubridoras, en esencia, ya confor-
medes previamente, eunque todavia no endurecidas, y procedimndo & ;?

continuacion de modo ya conocido el endurccimiento del material de

.dichas placas cubridoras. De esta manera se lleva & cabo una sblide

retencién del reticulo en las placas cubridoras.

Como meterial para la placa compuesta, o bien para sus
elementos, o sea, por ejemplo el reticulo y las placas cubridoras,
gse pueden emplear, por ejemplo, resinas de poliester, resinas de epo
xido y resinas fundibles en caliente a base de metacrilatos, %ara
ol objeto del presente invento estén particularmente indicados los
poliésteres reforzados con filra de vidrio. En este caso, una forima
de ejecucion especial del invento consiste en que sobre una capa de
separacién, por ejemplo, une lémina de celofén, se impregnan pri-
meramente, para formar une placa cubridora, una estera de fibra de
vidrio con una resina fundible todavia no endurecida, o sea todavia
fluida. Acto seguido se incrustan los cantos del reticulo eh el mBw-

teriel todevia blando de las placas cubridoras, Seguidamente se rea-
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" de lag sierres correspondientes se consigue una rugosidad particular-
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lize el endurecimiento en si ye conocido de la resina fundible, por

ejemplo,mediente la aplicacidn de presion y calor.

En el procedimiento sugerido por el invento se procede nés
convenientemente uniendo primero uno de los lados del reticulo con
una placa cubridora y, a8 continuacién, dando la vueltz a la place
semiterminada y sujetando de la misma manera le segunda place cubrie-
dore con el reticulo.

Le idee del invento, puece tener también aplicecidn en la
colocacidn de las tiras que tapan lateralmente el espacio entre las
placas cubridoras..En este caso, los bordes de estas tiras, las cua-
les pueden ser asihismo de wno de los materiales citados, se incrus-
tan también en la forma descrita anteriormente en el meteriel de las
placas cubridoras.

Una.mejora esencial de le union entre cl reticulo y las
tiras eventuelmente previstas todavia pera tziyar lateralmente el
espzelo entre las placas cubridoras puede lograrse todavia raspando
los cantos del reticulo que penctran en las plames cubridoras y de
las mencilonadas tires. La rugosidad de los centos del reticulo se
puede obtener de manera sencilla, por ejemplo, cortendo o contornean-
do con sierra de les ciapas onduladas de gran superficie en s ya co-

nocides las tiras empleadas para formar el reticulo . Haciendo uso

mente intensa, lo que se traduce en una unidén eficaz entre el reticulok
y la placa cubridora.

Bl reticulo empleado en las placas compuestes sugeridas
por el invento tiene  recferentemente une forma alveolar. las tiras
utilizadas ahi pera confeccloner el reticulo pueden ser de forma on-
duluda 0, tembién doble ondulada.

A base del dibujo se explicard otra vez el invento. En

aquél mestrans
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Figura 1,
Figura 2,

¥igura 3,

Figurae 4,

Pigura 5,
Pigura 6,
Pigura 7,

f&gura 8,

tivemente

como puede verse en la figure 2. Este rugosidad se puede conseguir
por ejemplo, cortendo con sierra las tiras 3 de forma ondulade nece-
sarias pera la confecc ¢n del retfculo expuesto en le figura 1, de
les conocides plenchas onduladas de gren superficie que, por ejem-
plo, son de resina de poliester, eventuslmente con refuérzo de fi-
Wre de vidrio. Juntendo las tires 3 de forma onduladae se obtiene la
estructura alveolar psra el reticulo. Dichus tiras 3 estén unides
entre si por los puntos de contacto 4, por ejemplo por pegado oAsol—
dedura. Los orificios 5 en los tiras contribuyen a une compensacidn &
de temperstura entre les respectivas celdas 6 del retf{culo. Segin

se aprccia en las figuras 3 a 8, el ret{culo estd unido con las pla=
cas cubridoras por la parte superior e infer:or. Esta unidn, segﬁn
ge destaca principalmente en la figura 4 de forma clera, se lleva

a cabo por el hecho de que loa cantos 1, 2 delicticulo o de las ti-

il
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el ret{culo para le placa compuesta sugerida por el
invento.

una vepresentzcidn agrandede de un recarte del ret{culo
gsegin figura 1.

la pleca compuesta ya terminada,

una viste parcial de la placa compueste, representade a
mayor escala.

la seccidén complete por la 1linea V-V de la fifura 3.
una seccidn de una placa cpmpuesta abovedada.

une forme de ejecucion especizl del invento, y

una seccion por la linea VIII-VIII dela figurs 7.

Los centos 1 y 2 en le parte superior e inferior respec—

del reticulo representado en la figura 1, estén raspados

I
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res 3 que forman el mismo, penetren en el meterial de las placas

cubridoras 7, 8 por ejemplo 2 a 5 milimetros, segin sea el espesor

de las placas cubridoras. A este Tin, se incrusta el reticulo en la
mege de resina fundible todavia blande de las referidas placas cubri-
doras. Al incrustarlo, la maesa blendz es desplazada por los lugares

de penetrscidén e impelida hacia arribe por encima del nivel de la capa
de material para las placas cubridorss 7,84 de paso se cifie a las
paeredes de las tiras 3. Con esto se agrande la superficie de union
entre el reticulo y las placas cubridoras, lo que significe una unidn
parficularmente buena entre el reticulo y las pleas cubridoras.

En el ejemplo de ejecucidn en la figura 3 se han previsto
todavia orificios 9 en las placas cubridores, las cuales tienen la
mision de contribuir a una compensscidn de la presidn entre las cel-
des 6 y el recinto circundante,

La placa cubridora abovedada expuesta en la figura 6, mer-
ced a lag ventajosas condiciones estédticas, tiene una gran capacided
de carga.

En la placa compuesta representeda en las figuras Ty 8
el recinto entre las placas cubridoras 7,8 estd tapado o rodeado la-
teralmente por tiras 10 colocadss entre las mismas. La unidn de estas
tiras 10 con las placas cubridoras 7,8 se realiza de la. misme manera
que aquella entre el reti{culo y las placas cubridorass, 0 sea por in-
crustacidén en la masa de resine fundible todavia blanda de las placas
cubridoras y por polimerizacidn o condensacion subsiguiente de la

regina fundible.
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‘resina fundible en que se constituyen lss repctidas planchas,.
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Se reivndince como nuevo y de propie invenecidn.

1+~ Procedimiento para la fabricacidn de placas compues-
tas, oaracterizado porque, halldndose constituidas por un reticulo
centrel prefabricado construide con tiras recortadas por aserrado
de une superficie ondulada y unas planchas recubridoress del mismo,
las cueles son previstes en una resine fundible en caliente, como

poliester reforzedo con fibra de vidrio, los cantos del reticulo

nidas en éstas po polime-izecidn o condensacidn de la resine Pfundi-

2.~ Procedimiento, segin reivindicacidn anterior, caracte-
rizado porque el espscio entre lus planchas cubridoras estd tapa-
do lateralmente por unas tiras colocadas entre.-ellas, penetrando
log bordes de estes tiras en el materiel de dichas planchas, en

las que quedan retenidos por polimerizacidn o condensacidén de la

3.~ Procedimiento, segin precedentes r:ivindiczeciones,
carccterizado porque los cantos de las tiras que conforman el reti-
culo y de las tiras cubridoras.lateralesse hallan raspadéos pare
facilitar su unién con las planchas cubridoras, estableciéndose la
construccion de la placa por prefecbricacidén del reticulo, el cual
ge incruste en el materiel todav{a blando de las planchas cubrido-
ras, conformadas previamente pero aun no endurecidas, y habiAndoee
aginismo previsto la disposicidn de les tiras cubvidoras leterales.

4.~ "PROCEDIMIENTO PARA DA FABRICACICK DE FLACAS COMPUES
TASv,
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= ' Tal oomo se describe y reivindica en la presente Memorie

Descriptive gue consta de nueve hojas escrites a méquina por une

gola cars y de sus correspondientes dibujos.
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